证券代码：603283                               证券简称：赛腾股份
苏州赛腾精密电子股份有限公司
投资者交流活动纪要
	投资者关系活动类别

	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □利润说明会
□新闻发布会          ■路演活动
■现场参观	
□其他（线上会议） 

	参与单位名称
	平安资管、浙商证券、南方基金、海富通、信达澳亚、申万菱信、交银施罗德、招商基金、银华基金、华泰柏瑞、国寿安保、汇添富、长江资管、兴业基金、兴全基金、准锦投资、方正富邦、华福证券、国信资管、天弘基金、汇丰晋信基金、东吴证券、银河基金、广发证券、太平基金、易方达、博时基金、中欧基金、中邮基金、国联基金、大家资产、建信基金

	时间
	2024年11月7日-2024年11月8日

	地点
	公司现场、上海

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理、董事会秘书：孙丰
证券事务代表：刘长艳

	投资者关系活动主要内容介绍
	本次投资者关系活动中接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容概要如下：
第一部分：公司简介及三季度经营情况介绍
赛腾股份是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业， 主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。公司的核心发展思路在于立足原有3C大客户品类的拓展，同时积极向半导体等领域扩张。
公司登录A股市场近7年，业务领域从刚上市时单一的消费电子板块到现在拓展到半导体、新能源等板块，营业收入由6个多亿上升到44.46亿（2023年度），相信各位投资者通过公司的定期报告也能看到这几年公司的成长。
2024年前三季度，公司营业收入31.94亿元，同比增长21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长18.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长18.01%。
第二部分：交流问答：
问题1： 公司三季度收入为什么能实现大幅增长？ 
答：2011年公司通过大客户合格供应商认证，从最初的整机组装检测设备拓展到现在前端的零组件组装检测设备，公司已经是大客户3C自动化设备核心供应商。今年公司持续获得摄像头等前端模组业务订单，在耳机、手机等终端产品业务同比去年也获得较大增长，因此前三季度收入能够实现增长，我们对全年增长也很有信心。

问题2： 三季报财务费用大增的原因？今年实施了员工持股计划，股份支付跟去年比影响有多大？
答：公司前三季度财务费用与去年同期相比大增主要是受汇率波动影响，汇兑影响5500多万元。前三季度确认的股份支付费用同比去年增加了5300多万元。

问题3： 展望明后年消费电子业务的增长机会？
答：明后年消费电子业务的增长机会主要有：1、摄像头模组的组装和检测设备，过去基本上是外资主导，国产替代空间巨大，同时摄像头模组持续改款创新，也提供了较大的市场增量。公司已经成功切入摄像头模组设备市场，明年有望在多种摄像头模组中拿到订单，持续扩大份额；2、AI发展加速终端产品创新迭代，明后年是手机、手表、耳机等产品的创新改款大年，公司有望获得更多终端产品整机的组装、检测设备订单；3、终端新产品如MR/AR等，公司深度参与研发打样，如果明后年持续推出，会带来一定的市场增量；4、其他前端模组业务，公司也在积极推进并有望进一步突破。综上，公司对于明后年消费电子板块还是很有信心的。

问题4： 如何解释公司合同负债的大幅下降？
答：合同负债同比减少主要是消费电子板块预收账款减少，消费电子板块并不是所有的客户都会预付款项，即使同一客户不同批次的设备付款条件也可能会有所差异，合同负债会随客户付款条件变化而变化，合同负债与订单情况不是完全成比例的，公司今年订单充足。

问题5： 公司HBM业务进展如何？
答：去年以来公司已拿到海外大客户HBM批量设备订单，设备已经陆续交付，部分设备已完成验收，预计明年上半年可以完成现有订单的交付。公司持续推进国内外新客户业务，后续有望取得突破。

问题6： 半导体业务收入占比是多少，如何展望明后年？
答：2024年前三季度半导体收入占比将近12%，公司在硅片检测、晶圆边缘/背面检测、HBM检测等环节持续取得积极进展，目前有十多个在研项目，公司对于新项目在明后年取得批量订单很有信心。

问题7： 公司半导体业务在国内进展如何，后续是否考虑建设国内产能？
答：国内已经具备高端半导体设备交付能力，部分产品已经从国内生产交付。

问题8： 公司成功收购过optima，后续是否有收购打算？
答：公司拥有成功的并购经验，optima收购后收入实现大幅增长，并且已经贡献利润。在半导体、测试等前沿科技领域，公司一直积极寻找优质标的进行合作。

问题9： 公司还有哪些新的业务？
答：公司在半导体封测自动化设备领域有着丰富的技术储备，在激光打标、激光开槽等半导体封测业务端取得突破，公司已从日月光等客户获得批量订单。新能源板块目前虽然实现营收占比较小，但公司对其发展前景看好。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2024年11月8日
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